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電機･電昔部品

汐軍撃中東向げ出荷日立アプライアンス(東京都港区､山本暗樹社長､03｡3
502･2111)は2015年度をめどに､タイ工場の冷蔵庫の生産能力を現状比9割増の150万台に増強する｡数十億円を投じて機械の新設や更新を実施oタイを中核拠点として､大容量タイプなどの冷蔵庫を経済成長著しいアジアや中東向けに出荷していく｡生産能力は現在の年80万台から12年度に120万台､15年度に150万台と段階的に増強する｡

タイ東部にある｢日立
コンシューマ･プロダクツ･タイ(HCPT)｣で冷蔵庫の生産能力を増強する｡両開きドアを採用したタイプや､高効率のコンプレッサーを搭載して省エネ性を高めたタイプなど'アジアの新興市場で今後､売れ筋になりそうな高付加価値警m▲----------冷蔵庫の生産能力を増強する｢HCPT｣

の生産を強化していく｡
タイ工場は1 1年に起き

た大洪水で､アユタヤ県ロジャナ工業団地の冷蔵庫用コンプレッサーの製造拠点｢星止コンプレッサー･タイ(HCTL)｣が49日間にわたっ

て浸水し､生産を停止する影響を受けた｡-.

事業継続計画(BC
p)として､コンプレッサー工場の周辺に最大2･7㍍の水位まで耐えら

れる防水壁を構築する計画も進めるo自然災害が発生しても'冷蔵庫の構成部品であるコンプレッサーを安定して供給できる体制も構築していく｡
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1カ月習改善効果
NECネッツエスアイ

が東京都内に構える部品配送センター｢pDOC(ピードック-写真)｣NECネッツエスアイの改善活動が成果をあげているo l日当たりの部品運筆畢両の処理能力を50台から5倍の250台に増加｡しかも約1カ月の短期間で行った｡
取り組みでは開梱や検

品作業を分割したほか'

一方通行の作業動線を作り'運搬の無駄をなくした｡これにより'部品運搬車両1台あたりの入庫処理を約14分から5分半に短縮｡同じく'12分かかった出荷処理も7分に短縮した｡
同センターは機器の部

品管理のほか､出荷前の機器の設定･調整を一元管理している｡改善前は作業者の動きに無駄が見られたほか'作業域内に大量の空き箱を置くスペースがあるなどの無駄もあった｡このため､1日当たりの車両の処理能力も約50台が限界だった｡

矢田工業所

塗装王程p.2時問短縮

稲沢工場毎勧化ライン新設

【名古屋】矢田工業所
(名古屋市東区､野村憲

司社長'052･721.6561)は､エレベ

-タ-部品や分電盤ケースなどの金属部品を加工する稲沢工場(愛知県稲沢市)に自動塗装ラインを新設(写真)した｡投資額は1億5000万円｡慧至程にかかる時間を従来の半分の2時間に短縮し､繁忙期の作業者負担を減らすほか､新規受注の獲得を狙う｡前

工程の板金加工を芋がける工場を稲沢工場付近に移転し生産の合理化も図った｡

塗装ラインは同社で5
本目｡既に稼働しており'8月中にも1日あたりの塗装能力を200平方㍍にする｡自動粉体塗装機を導入したほか'毎分1㍍の速さで部品を白

動的に流す生産方式を採用して､効率化を図った｡

また'板金加工を行う
小牧西工場(同小牧市)を移転Lt稲沢第三工場(稲沢市)を新軍主力

の稲沢工場との移動距離を従来の約22㌔㍍からo･5㌔㍍程度にして､工程間の輸送時間を大幅に短縮した｡
同社は昇降機や変圧器

の部品製造が主力｡20

11年9月期の売上高は27億8000万円｡一連の設備投資で生産のリードタイムを縮め'｢受注から3日間で製品を納入する体制｣　(野村社長)を目指す｡･

ニコン､営業益8 - 0億円

今3月期予想を下方修正

ニコンは8日､201
3年3月期連結業琴ア想で売上高､各利益項目とも下方修正したと発表した｡レンズ交換式デジタルカメラやコンパクトデジタルカメラの競争激

化､露光装置などの精機事業が半導体や液晶業界の設備投資編制傾向を受けそうなことを織り込んだ｡

売上高は前回予想比1
00億円減の1兆200

単位億円､増減査%､下段13月額見通し'▼は赤字･マナスb配当の上段カッコ内前の期の実績､下段今期見通
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億円､営業利益は同50億円減の850億円に下方修正した｡
12年4-6月期連結決

算は増収だが減益だった｡レンズ交換式デジタルカメラと交換レンズが四半期として過去最高の

次世代半導体をめぐって､半導体大手と半導
体製造装置大手の連携が進んでいる｡先端半導体はチップ上に回路を形成する製造前工程がカギ｡中でもウエハー上に回路を焼き付ける露光工程の技術開発が問われるoシステムLSIなどの演算素子に限ると､次世代半導体は米インテルと貴国サムスン電子､台湾TSMcの3社に集約された｡1万､先端露光装置はオランダのAsMLとニコンの1騎打ち05社が入り乱れた合従連衡が進んでいる｡　(日原将希)t投資分け合う｢経営への負担が大き

い｡半導体のサプライチェーン全体で投資を分け合うことが必要だ｣　(どーター･ウェニングAsML最高財務責任者)0
露光装置大手のAsM

Lは自社単独による装置開発の限界を指摘するoこのため'7月に次世代の露光装置開発を目的とした共同投票プログラムを掲げた｡これにより､-社による装置開発をあ

らため､インテルと台湾TSMcによる資金協力を取り付けた｡現在はサムスン電子とも交渉を進めていると見られる｡
AsMLは2社から出

資を受けて､露光光源に極紫外線(EUV)を採用した次世代磯の開発を急ぐ｡露光装置はシリコンウエハー上にナノ(ナノは10億分の1)単位で回路を焼き付ける装置｡半導体開発のロードマップ(工程表)はゴードン･ムーア氏が提唱した

寒魂獲陳亭H常襲葡憩室寮直観覇

露光技術めぐり合従連衡
神化が進んでいる｡

集積度が増すと､その
分､同じ大きさのウエハーから多くのチップを製造できるため､半導体メーカーは製造コスト削減の切り札としている｡

i回路の微細化現在､最先端を行く半
導体は回路線幅が20′㍍(ナノは10億分の1)普で微細化｡次世代は同10′㍍台の実現を目指して

開発が進められている｡
ただ､回路を10′㍍ま

で微細化すると､今の露光装置に用いているレーザー光の波長の方が太くなり､微細回路を形成できない｡代わって光源に

｢2年ごとに集積度が倍になる｣いわゆるムーアの法則に沿って回路の微

◎ASMLの極紫外線を利用した霧光装置⑳ナノメートル単位まで微細化した回路パタ-ン

EUVを採用した研究開発が進められているが､実用化から量産機の開発まで数千億円かかると言われている｡
巨額開発費がネックと

なり､AsMLはEUV開発に遅れが生じていた｡インテルとTSMcからの出資受け入れで開発基盤を強化t AsMLは実用化時期を2年前倒しする考えだ｡
団戟略見直しも1万､AsMLと半導

体大手の関係強化は､露

ご

光装置で伍しているニコンの戦略にも影響を与えそう｡ニコンは00年代からインテルと協力関係を構築することで､先帝露光分野で存在感を高めて

売　営　経　当

(4-6月期)

ニコ　ン

販売台数となり'売上高を押し上げた｡
だが､露光装置が振る

わず'半導体用露光装置の壁空口数は'前期比で半減となる9台に落ち込んだ｡液晶用はほぼ横ばいの22台だった｡
開聞自問日嗣開国開聞臼田

きた｡
ただ､ニコンはEUV

は技術的なハードルが高いと判断し'ウエハーの大口径化で1枚のウエハーから取れるチップ数を増やすための技術開発を優先してきた経緯がある｡AsMLを軸にした半導体大手のEUV導入が早まれば､戦略の練り直しは必至｡露光装置でAsMLとlヨンと競合しているキヤノンの追い上げも堅忍される｡
かつてニコンは露光装

置の市場シェアでAsMLとキヤノンに水を空けていた｡しかしt AsMLが新技術を採用して露光装置の生産性を高めたことから､あっという間にシェアを逆転された苦い経験がある｡EUV.開発で後れを取ると'厳しい局面に立たされることも想定できる｡
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